
Devoir surveillé numéro 16Di�usion thermique : résistan
es thermiquesPC, 21 mars 2009On 
onsidère une 
apsule spatiale formée d'un sas 
ylindrique de hauteur H et d'un d�mehémisphérique. Le d�me abrite la piè
e à vivre des spationautes, à la température Tc = 300K, lesas sert de lo
al te
hnique à la température Ts = 280K, l'extérieur est à la température Te ≃ 0K.Les dimensions sont données sur le s
héma (on donne les valeurs indi
atives suivantes, absolumentinutiles pour les 
al
uls numériques qui suivent : r1 = 10m, r2 = 11m, H = 6m, e = 1m,
e′ = 0, 5m). La piè
e à vivre est 
hau�ée par une sour
e de 
haleur de puissan
e P in
onnue.
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1. Donner l'expression des résistan
es thermiques R1 de la porte et R′ de la 
loison en fon
tionde e, λ, r1, e′, λ′.2. Pour le d�me hémisphérique et la paroi 
ylindrique du sas, on admet les expressions ap-pro
hées
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HCommenter 
es expressions.3. Dessiner le s
héma éle
trique équivalent du dispositif en faisant apparaître les diverses tem-pératures Te, Tc et Ts et le 
hau�age de puissan
e P .4. On prend 1

R1

= 1W · K−1, 1

R2

= 2W · K−1 et 1

R
= 2, 5W · K−1. En é
rivant le théorème deMillman aux n÷uds de température Ts et Tc, 
al
uler numériquement 1

R′
et P .5. λ′ doi-il être grand ou faible ? Justi�er physiquement.6. Lorsque le d�me est exposé au soleil, la température risque d'augmenter dangereusement ;pourquoi ? Comment éviter 
e phénomène ?1


